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前  言

  GB/T33772《质量评定体系》计划发布以下部分:
———第1部分:印制板组件上缺陷的统计和分析;
———第2部分:电子元器件及封装检验用抽样方案的选择和使用;
———第3部分:印制板及层压板最终产品检验及过程监督用抽样方案的选择和使用。
本部分为GB/T33772的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用重新起草法修改采用IEC61193-1:2001《质量评定体系 第1部分:印制板组件上缺陷

的统计和分析》。
本部分与IEC61193-1:2001相比,在结构上做了如下调整:
———将附录C编号调整为附录B(见第5章);
———将附录D编号调整为附录C,将附录B编号调整为附录D(见第6章)。
关于规范性引用文件,本标准做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情况集

中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下:
———用等同采用国际标准的GB/T19247.1代替IEC61193-1:2001引用的IEC61191-1;
———用等同采用国际标准的GB/T19247.2代替IEC61193-1:2001引用的IEC61191-2;
———用等同采用国际标准的GB/T19247.3代替IEC61193-1:2001引用的IEC61191-3;
———用等同采用国际标准的GB/T19247.4代替IEC61193-1:2001引用的IEC61191-4。
本标准还作了下列编辑性修改:
———3.4.6和3.5.5原文术语均为 “元件损坏”,现勘误翻译为“焊前元件损坏”和“焊后元件损坏”;
———缺陷来源增加了字母表示(见4.4.1)。
本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本部分由全国印制电路标准化技术委员会(SAC/TC47)归口。
本部分起草单位:中国电子技术标准化研究院。
本部分起草人:童晓明、曹易。
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引  言

  本部分是GB/T33772的一部分,用于统计电子电路制造中被焊接的印制板组件上的缺陷数,并按

标准方式联合计算这些缺陷部分的百万分率(简称ppm)的数值。
在生产过程中产生的缺陷数,其缺陷的百万分率水平一般较低,通常以ppm表示。从字面上来看,

焊接加工的ppm值的含意是很明确,即部分的百万分率中的“部分”是指有缺陷的焊点数,“百万”是指

一百万个焊点。
为了以统一方式统计缺陷,在此要强调指出,本标准中锡焊缺陷应在实际焊接操作后(在从焊接设

备内出来的被焊组件上)立即计数。根据柏拉图分析方法,可评估该缺陷是否属于焊接工艺不合适或由

其他原因而导致。
为了计算ppm值,应理解在特定批量(即比整批产品的量小)中发现的缺陷数的数学含义以及对完

整批的推理结果。
在提到某焊接加工的ppm值时,未涉及焊点数目,也未给出置信度,因为置信度数据在处理缺陷数

据方面没什么用处。
为了计算ppm值,阐述了几种方法,这样可确定预期的ppm水平最大值,例如:
———使用描述二项式分布的公式来构建其分布状态;
———使用来自资料文献的图形或表格形式。
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质量评定体系 第1部分:
印制板组件上缺陷的统计和分析

1 范围

GB/T33772的本部分规定了焊接过的印制板组件上各种加工缺陷的统计和分析方法,还规定了

收集缺陷百万分率(ppm)数据的两种方法。
本部分适用于对产品之间、工艺之间和生产场所之间的特性进行有效比较,并作为改进总体质量的

依据。
本部分规定的收集缺陷数据的两种方法和作用,如下:

a) 第1类ppm数据:该方法提供的缺陷数据,能对组装工艺在总体性能上进行比较,从而达到统

计目的。

b) 第2类ppm数据:该方法提供的缺陷数据,用于对单个加工工序进行评定、分析和控制。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T19247.1 印制板组装 第1部分:通用规范 采用表面安装和相关组装技术的电子和电气

焊接组装的要求(GB/T19247.1—2003,IEC61191-1:1998,IDT)

GB/T19247.2 印制板组装 第2部分:分规范 表面安装焊接组装的要求(GB/T19247.2—

2003,IEC61191-2:1998,IDT)

GB/T19247.3 印制板组装 第3部分:分规范 通孔安装焊接组装的要求(GB/T19247.3—

2003,IEC61191-3:1998,IDT)

GB/T19247.4 印制板组装 第4部分:分规范 引出端焊接组装的要求(GB/T19247.4—2003,

IEC61191-4:1998,IDT)

IEC60194 印制板的设计、生产和组装 术语和定义(Printedboarddesign,manufactureandas-
sembly—Termsanddefinitions)

IEC61192-1 产品性能要求 第1部分:总标准 焊接的电子组件的制作要求和指南(Product
performancerequirements—Part1:Genericstandard—Workmanshiprequirementsandguidelinesfor
solderedelectronicassemblies)1)

IEC61192-2 产品性能要求 第2部分:分标准 焊接的表面组装电子组件的制作要求和指南

(Productperformancerequirements—Part2:Sectionalstandard—Workmanshiprequirementsand
guidelinesforsolderedsurfacemountelectronicassemblies)1)

IEC61192-3 产品性能要求 第3部分:分标准 焊接通孔插装组件的制作要求和指南 (Product
performancerequirements—Part3:Sectionalstandard—Workmanshiprequirementsforthrough-hole
mountsolderedassemblies)2)

1) 已出版。

2) 已出版。
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